Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do trawienia plazmowego typu ICP Etch (Inductive Coupled System).

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2009
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie przeznaczone jest do selektywnego, kontrolowanego i powtarzalnego trawienia struktur epitaksjalnych i podłoży półprzewodnikowych AIII-BV oraz warstw dielektrycznych.
	potwierdzić

	7. 
	Rodzaje procesów
	Procesy trawienia warstw epitaksjalnych na bazie AlGaAs, AlAs, AlGaSb, InGaAs, InAs, InGaSb, InAlAs, InAlSb, GaAs, GaSb, InP na podłożach GaAs, GaSb, InP oraz warstw dielektrycznych SiO2, Si3N4 i Al2O3.
	potwierdzić

	8.
	Komora procesowa aluminiowa 
	Z połączeniem kołnierzowym o średnicy powyżej 150 mm dla efektywnego odpompowywania komory.
	potwierdzić



	
	
	W komorze procesowej brak połączeń skręcanych i spawanych.
	potwierdzić

	
	
	Grzana komora.
	potwierdzić

	
	
	Flansza wejściowa o średnicy nie mniejszej niż 40mm z okienkiem obserwacyjnym.
	potwierdzić 

	9.
	Wymiary urządzenia 
	Mniejsze niż  

80cm(W)x200cm(H)x170cm(L).
	podać wymiary

	10.
	Konsola układu
	Elementy kontroli zintegrowane w obudowie.
	potwierdzić

	
	
	Zawiera turbopompy, zawory.
	potwierdzić

	11.
	Elektroda podłożowa do 2-calowych podłoży z chłodzeniem 
	Regulacja  temperatury elektrody podłożowej od  -1500C do +4000C. 
	potwierdzić

	
	
	Regulacja temperatury  elektrody podłożowej od  +50C do +700C, przy zastosowaniu chłodzenia wodą.
	potwierdzić

	
	
	Zasilana ze  źródła RF (13,56MHz).
	potwierdzić

	
	
	Średnica elektrody w zakresie  

200mm - 220mm.
	potwierdzić

	
	
	Aluminiowa przesłona maskująca (osłona ciemnej przestrzeni tzw. dark space shield), uziemiona.
	 potwierdzić



	
	
	Wykonywanie procesów dla płytek od wielkości 5mmx5mm do 2’’ o różnych kształtach.
	potwierdzić

	12.
	Generacja plazmy
	Generator  RF o częstotliwości f=13,56 MHz    o mocy  nie mniejszej niż 300W  z układem automatycznego dopasowania impedancji.
	potwierdzić,

podać moc generatora

	
	
	Kontrola mocy wychodzącej lub autopolaryzacji.
	potwierdzić

	
	
	Wstępne niezależne dopasowanie impedancji dla każdego etapu procesu.
	potwierdzić

	13.
	Źródło plazmy ICP  zoptymalizowane dla próbek maksymalnie 2 calowych 
	Średnica źródła pomiędzy 60 a 70 mm zoptymalizowana dla płytek 2’’.
	potwierdzić

	
	
	Moc do 600 W.
	podać moc

	
	
	Z ekranowaniem elektrostatycznym.
	potwierdzić

	
	
	Generator RF (13,56MHz) z automatycznym dostrajaniem. 
	potwierdzić 

	
	
	Flansza o średnicy 25 mm w górnej elektrodzie do instalacji interferometru laserowego. 
	potwierdzić

	 14.
	System próżniowy do komory procesowej
	Układ zapewniający próżnię p ≤ 1x10-6mbar.
	potwierdzić

	
	
	Czas uzyskania próżni p ≤ 1x10-6mbar w komorze procesowej od ciśnienia atmosferycznego  t≤ 12 godzin.
	podać czas

	
	
	Automatyczna kontrola próżni wstępnej oraz próżni podczas procesów trawienia. 
	potwierdzić

	15.
	System dostarczania gazów
	Osiem linii gazowych z zaworami i kontrolerami przepływu masy (MFC) dla Cl2, N2, CH4, O2,  H2, Ar, SF6, CF4.
	potwierdzić



	16.
	Komora załadowcza 
	Czteropozycyjna komora załadowcza umożliwiająca czterokierunkowy transfer próbek. Możliwość podłączenia innych modułów procesowych w przyszłości. 
	potwierdzić



	
	
	Wielkość komory załadowczej mniejsza niż  15l. 
	podać pojemność komory

	
	
	Możliwość przenoszenia. Przenoszenie płytek o wymiarach  od 5mmx5mm do 2’’ o różnych kształtach.
	potwierdzić

	
	
	Wyposażona w suchą pompę oraz pompę turbomolekularną. 
	potwierdzić

	
	
	Wyposażona w próżniomierz.
	potwierdzić

	17. 
	Poprocesowy neutralizator (scrubber)
	Neutralizator musi być właściwy dla gazów wymienionych w pkt. 15.
	potwierdzić

	18.
	Dodatkowy neutralizator (scrubber)
	Do chloru (z zaworu bezpieczeństwa reduktora Cl2). 
	potwierdzić

	19. 
	System interferometryczny do monitorowania trawienia in -situ
	Podgląd powierzchni mierzonej struktury z zastosowaniem kamery CCD (układ zintegrowany ze stolikiem XY). 
	potwierdzić

	20.
	Sposób sterowania 
	Sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem opartym na systemie Windows XP Pro. 
	potwierdzić

	21.
	Komputer PC  z monitorem LCD do urządzenia 
	Procesor: Intel Core 2 Duo, min. 2.33GHz, 4 MB cache

Pamięć: min. 2 GB

Karta graficzna: min 512 MB

2 dyski twarde: min 2x160 GB 

nagrywarka DVD ± RW 

system operacyjny Windows XP Pro

monitor LCD min. 19” , klawiatura, mysz, karta sieciowa. 
	potwierdzić

	22.
	Dwuetapowy test akceptacyjny:

a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie dostawcy

b)Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego (ITE)
	Wykonanie procesów trawienia według załącznika 1.1. Sprawdzenie selektywności procesu trawienia względem różnych masek oraz sprawdzenie powtarzalności procesu trawienia. 

	potwierdzić

	23.
	Termin wykonania przedmiotu zamówienia 


	maksymalnie 24 tygodnie od daty podpisania umowy
	podać termin wykonania zamówienia

	24.
	Bezpłatne szkolenie trzech osób w siedzibie Zamawiającego
	zapewnione
	potwierdzić

	25.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	26.
	Części zużywalne w okresie gwarancji urządzenia
	zapewnione
	podać wykaz części zużywalnych

	27.
	Dostępność części zamiennych
	w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	28.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego 
	w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	29.
	Zapewnienie wsparcia technicznego i technologicznego 
	w okresie 10 lat od daty instalacji
	potwierdzić

	30.
	Okres gwarancji 
	minimalnie 12 miesięcy
	podać okres gwarancji

	31.
	Wymagania instalacyjne
	zapewnione
	podać wymagania instalacyjne urządzenia 


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
4

